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内容概要

　　《SiP系统级封装设计与仿真：Mentor Expedition Enterprise Flow 高级应用指南》重点基于Mentor
Expedition Enterprise Flow设计平台，介绍了SiP设计与仿真的全流程。
特别对键合线（Wire Bonding）、芯片堆叠（Die Stacks）、腔体（Cavity）、倒装焊（Flip Chip）及重
分布层（RDL）、埋入式无源元件（Embedded Passive Component）、参数化射频电路（RF）、多版图
项目管理、多人实时协同设计（Xtreme）、3D实时DRC等最新的SiP设计技术及方法做了详细的阐述。
在本书的最后一章介绍了SiP仿真技术，并通过实例阐述了SiP的仿真方法。
　　本书适合SiP设计用户、封装及MCM设计用户，PCB设计的高级用户，所有对SiP技术感兴趣的设
计者和课题领导者，以及寻求系统小型化、低功耗、高性能解决方案的科研工作者。
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编辑推荐

为了降低SiP设计的门槛，打消初学者对刚开始设计SiP时的各种顾虑和疑惑，李扬、刘杨编著的《SiP
系统级封装设计与仿真——高级应用指南》的内容除了描述SiP设计和仿真之外，还介绍SiP生产厂家
、裸芯片供应商等相关信息，供读者参考。
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